利用溶膠：凝膠法備多孔性SiO／sub 2／塊體
Coated V／sub 2／O／sub 5／, WO／sub 3／, V／sub 2／O／sub 5／- WO／sub 3／and VSbO／sub 4／
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本研究利用溶膠－凝膠法製備多孔性之無支撐式SiO/sub 2/塊體。THOS之醇溶液與水在pH值為3的環境下反應，以形成溶膠溶液。溶膠液歷經了膠化、熟化及乾燥過程後，可得到SiO/sub 2/固凝膠塊體。所得的樣品，以不同的溫度進行熱處理，並且以BET比表面積測量儀、氣體比重儀、水銀比重儀等來做特性分析。從分析結果顯示，所製備的SiO/sub 2/塊體的比表面積與孔隙度，會隨溫度上升而減少。在700℃或更高的溫度時，塊體的孔洞會大於2nm；在900℃時，樣品大部分的孔洞會消除，而且塊體會從透明的碇狀變成不透明的。

